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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2-58: Tests —
Test Td: Test methods for solderability, resistance
to dissolution of metallization and to soldering heat

of surface mounting devices (SMD)

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standafdization con

all
inte]
this|

national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to ¢
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and’ electronic fie
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifi

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to 4
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEG National Committee int
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental ar

gov|

ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordancte with conditions determ

agr

bement between the two organizations.

Thel formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inter

con
inte]

IEC

pensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for ihternational use and are accepted by IEC N

Compmittees in that sense. While all reasonable effortscare* made to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or

mis

nterpretation by any end user.

In grder to promote international uniformity, IE€ National Committees undertake to apply IEC Publ
transparently to the maximum extent possible~in their national and regional publications. Any dive

bet
the

IEC]
ass
ser

Al
No

veen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
latter.

itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide cofj
pssment services and, in some @reas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
ices carried out by independent certification bodies.

Isers should ensure that they have the latest edition of this publication.

iability shall attach toXEC or its directors, employees, servants or agents including individual exps

merhbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
oth¢r damage of any, nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg

exp

enses arising.out-of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth

Publications.
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cations
rgence
ated in

formity
for any
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Attgntion is.drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indigpensabte-for the correct application of this publication.

Attgntion“is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
patentrights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

bject of

International Standard IEC 60068-2-58 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

This fourth edition cancels and replaces the third edition, published in 2004 and constitutes a
technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

the addition of Sn-Bi low temperature solder alloy;

the addition of several reflow test conditions in Table 7 — Resistance to soldering heat —
Test conditions and severity, reflow method;

introduction of reflow test method for Test Tdj;: Dewetting and resistance to dissolution of
metallization;
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plementation of guidance for the choice of a test severity in Clause B.3.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/1222/FDIS 91/1250/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list

The ¢

bmmittee has decided that the contents of this publication will remain{unchange

of all parts in the IEC 60068, published under the general title Environmental tgsting,
can b¢ found on the IEC website.

1 until

the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data

relate
e re
e Wi
e re

e anpended.

] to the specific publication. At this date, the publication will be
confirmed,

hdrawn,

blaced by a revised edition, or

IMPO
that

colou

RTANT — The 'colour inside' logo on thécover page of this publication indi

Ir printer.

cates

it contains colours which are considered to be useful for the ccirrect
undernstanding of its contents. Users should therefore print this document us

ng a
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ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2-58: Tests —
Test Td: Test methods for solderability, resistance
to dissolution of metallization and to soldering heat
of surface mounting devices (SMD)

1 Sgope
This part of IEC 60068 outlines test Td, applicable to surface mounting devices (SNID).

This ptandard provides procedures for determining the solderability and-‘fesistance to
soldeqing heat of devices in applications using solder alloys, which are)€utectic of near
euteciic tin lead (Pb), or lead-free alloys.

The grocedures use either a solder bath or reflow method and-are applicable oply to
specimens or products designed to withstand short term immersiondn molten solder or ljmited
expospre to reflow systems.

The golder bath method is applicable to SMDs designed. for flow soldering and [SMDs
desigmed for reflow soldering when the solder bath (dippifig)"method is appropriate.

The re¢flow method is applicable to the SMD designed for reflow soldering, to determine the
suitabfility of SMDs for reflow soldering and wheh:the solder bath (dipping) method [is not
appropriate.

The opjective of this standard is to ensurgtsolderability of component lead or terminatjon. In
addition, test methods are provided to ensure that the component body can resist agairst the
heat Ipad to which it is exposed during_seldering.

This standard covers tests Td4, Td,and Td; as listed below:

Number of Td Test Method
A\ o Method 1: Solder bath
Td, Solderability of terminations
Method 2: Reflow
s . Method 1: Solder bath
Td, Resistance to soldering heat
Method 2: Reflow
. . . . L Method 1: Solder bath
Td, Dewetting and resistance to dissolution of metallization
Method 2: Reflow

NOTE For specific components other test methods may exist.
NOTE 2 Test Td does not apply to printed wiring board (PWB), see IEC 61189-3.

NOTE 3 Specific through-hole devices (where the device supplier has specifically documented support for reflow
soldering) are also included in this standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads
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IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 61190-1-1,

soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly

Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-1: Requirements for

IEC 61190-1-2:2014, Atftachment materials for electronic assembly — Part 1-2: Requirements
for solder pastes for high-quality interconnections in electronics assembly

IEC 61190-1-3:2007, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic
soldering applications

IEC 61190-1-3:2007/AMD1:2010

IEC 6
surfag

IEC 6
22: Re
glass

IEC 6
35: R
sheet

IEC 6
of sur

ISO 9
Perfo

3 T

For t
IEC 6

3.1

solde
ability,
the te
proce

3.2

191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requireme
e mount soldered assemblies

249-2-22, Materials for printed boards and other interconnecting structures — F
binforced base materials clad and unclad — Modified non-halogenated-epoxide wo
aminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper<clad

249-2-35, Materials for printed boards and other interconneeting structures — H
binforced base materials, clad and unclad — Modified epoxifleywoven E-glass lal
5 of defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly

760-1, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for the specifi
face mounting components (SMDs)

154-2:1998, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — P
mance requirements

brms and definitions

ne purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60
D068-2-20, IEC 60194, and the following apply.

rability

Fmination or electrode, which is assumed to be the lowest temperature in the sol
5s, within the applicable temperature range of the solder alloy

resistance to soldering heat

ability,
peak
range

of the component to withstand the highest temperature in terms of temperature gr|

of the'solder alloy

nts for

Part 2-
en E-

Part 2-
hinate

cation

art 2:

D68-1,

of the termination or electrode of the SMD to be wetted by solder at the temperafure of

Hering

adient,

femperature and duration of the soldering process, within the applicable temperature

3.3

flow soldering
wave, drag or dip soldering process where the product is brought into contact with molten
solder in order to attach electronic components to the interconnecting surface

3.4

reflow soldering
joining of surfaces that have been tinned and/or have solder between them, placing them
together, heating them until the solder flows, and allowing the surface and the solder to cool

in the

3.5

joined position

wetting
formation of an adherent coating of solder on a surface indicated by a small contact angle
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3.6
dewetting
retraction of molten solder on a solid area that it has initially wetted

Note 1 to entry: In some cases an extremely thin film of solder may remain. As the solder retracts the contact
angle increases.

3.7

non-wetting

inability to form an adherent coating of solder on a surface indicated by a contact angle
greater than 90°

3.8
dissofution of metallization
process of dissolving metal, usually by introduction of chemicals

3.9
pinhole
small hole that penetrates from the surface of a solder to base material

4 Grouping of soldering processes and related test severities

The melting temperatures of lead-free solder alloys selected forlindustrial processgs are
significantly different from those for Sn-Pb solder alloy. Moreoyer, the melting temperatyres of
lead-ffee solder alloys are different from each other but can be elustered in groups.

The fgllowing groups of soldering processes as indicated.in"Table 1, are given as a guideline
to selpct the severities for the wetting and resistance tests against the specified solflering
heat:
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Table 1 — Grouping of soldering processes and typical test severities — Overview

P t t a 1 2 3 4
rocess temperature group Low Medium Medium-high High
Typical solder alloy group Sn-Bi Sn-Pb Sn-Ag-Cu Sn-Cu
Typical Flow - 235 °C to 250 °C | 250 °C to 260 °C | 250 °C to 260 °C ¢
process

temperature Reflow 170 °Ct0 210 °C | 210 °C to 240 °C | 235 °C to 250 °C -
Test .
method Test property Temperature / Duration
Solder bath | Solderability 175°C/3s 235°C/2s 245°C/3s 250 °C/3's
(0797
Resistance to 260°C/5s 260°C/5s
soldering heat 230°C/10s o o 2605%C/10s
(7.5) 260°C / 10s 260°C/10s
Dewetting (8.2) 260°C/5s
260°C/10s
Resistance to
dlssolt_,itlo_n of _ 260°61730 s
metallization
(8.2)
ity b
Reflo (Ssog’)erab"'ty 170°C/10's 215°C/10's 235°C/10's -
Resistance to 230°C/30s
soldering heat
(7.6) 245°C/30s
- 2352C '20 s -
Dewetting (8.2) 250°C/30s
260°C/30s
2 Reffer to the appropriate subclauses for the detailed’test conditions.
b Mdasured at the solder joint.
¢ 25p °C to 265 °C may be an applicable soldering temperature range for boards with high thermal demar|d.
The fqllowing statements shall*be’applied in Table 1;
— Flow soldering appliesito-both wave soldering and dip soldering.
— Typical process temperatures for flow soldering are identical to the solder tempernature.

Typical process (temperatures for reflow soldering are the terminal and top sprface

temperature of.the SMDs.

— The basicselder alloys listed in Table 1 present tin-lead solder and compositions that are
cufrently-preferred for lead-free soldering processes. However, other solder alloys|when
matching ‘'with the specified group should not be excluded.

5 T

tequipment

5.1 Solder bath

As given in IEC 60068-2-20:2008, 5.2.1, the solder bath shall be not less than 40 mm in depth
and not less than 300 ml in volume.

In case of high thermal capacity components, the volume of the solder bath shall be given by
the relevant specification.

The material of the solder bath container shall be resistant to the liquid solder alloy.

5.2

As long as the test conditions are fulfilled, any reflow equipment may be used. The following
two methods are preferred:

Reflow equipment
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a) forced gas convection;

b) va

pour phase.

NOTE 1 Forced gas convection is preferred, including infrared assistance.

NOTE 2 In case of vapour phase soldering, a specific vapour creating liquid is necessary for ea

temper

ature.

6 Test Td,: Solderability of terminations

6.1

Object and general description of the test

ch test

Test Td, provides two different test methods to determine the solderability of the metallized

requir

pProTioTe—ooTaT

ements of IEC 61191-2 using each of the soldering methods specified in IEC 6176

- MIthod 1: Solder bath

- M

thod 2: Reflow

The tgst method to be used shall be prescribed in the relevant specification.

NOTE

The solder bath method is the one that simulates most closely the soldering procedures of flow s

and sinjilar soldering processes where the heat is applied directly through conduction from a molten solder.

NOTE 2 The reflow method is the one that simulates most closely the soldefing procedures of reflow s
procesges, like forced gas convection or vapour phase, where the heat is/applied by gas convection or

conden

6.2

The s
any ki

The s

by the relevant specification, the specimens~may be degreased by immersion in a n

organ

6.3

When
IEC 6

6.4

The gpecimens shall belvisually examined and, if required by the relevant specifig

electr

6.5
6.5.1
See 5

6.5.2

sation.
Specimen preparation

iIrface to be tested shall be in the "as received" _condition and needs to be shielde
hd of contamination, e.g. it shall not be subsequently touched by fingers.

becimens shall not be cleaned prior to the™application of a solderability test. If re
c solvent at room temperature.

Accelerated ageing

accelerated ageing is prescribed by the relevant specification, one of the meth
D068-2-20:2008, 4.1.4 shall*be used.

Initial measurements

cally and mechahically checked.

Method 1:<Solder bath
Solder,bath

Solder and flux

;joint
D-1.

Idering

Idering
vapour

] from

uired
eutral

bds of

ation,

The solder alloy shall be selected from Table 2, unless otherwise prescribed by the relevant
specification.
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Table 2 — Solder alloy and flux for test Td,

Process temperature group Solder alloy 2 and flux
1 Sn42Bi58 P
2 Sn60Pb40A or Sn63Pb37A
3 Sn96,5Ag3Cu,5
4 Sn99,3Cu,7

a8 Solder alloy designations and tolerance of composition according to
IEC 61190-1-3:2007 and Amendment 1:2010, Annex B.

b Activated with 0,2 % chloride

The flux shall consist of 25 % mass fraction of colophony in 75 % mass fraction 6f 2-prgpanol
(isoprppanol) or ethyl alcohol (as specified in IEC 60068-2-20:2008, Annex B)‘Breferably the
flux agtivity should conform with the “low (<0,01)” level LO, corresponding,to”a halide| mass
fractign of <0,01 % (ClI, Br, F) (see IEC 61190-1-1).
If nonfactivated flux is inappropriate, the relevant specification may-prescribe the use [of the
above]| flux with the addition of diethylammonium chloride (analyticalyeagent grade) of aj mass
fractign of 0,2 % or 0,5 % chloride (expressed as free chlorine based on the colophony
content), see Table 2.
6.5.3 Test procedure and conditions
6.5.3.]1 Specimen
A spetimen shall not be used for more than one test
6.5.3.p2 Clamping
The specimen shall be placed in a stainless steel clip as shown in Figure 1, where the|cross
sectiopal area of that clip shall not exceed*the smallest cross sectional area of the speg¢imen,
unlesg otherwise prescribed by the relevant specification. No part of the clip jaws shalllmake
conta¢t with the areas to be examined. The specimen shall remain in the clip while|being
fluxed and dipped in the solder.
NOTE [A clip with a thermal capacity of its dipped part significantly exceeding the thermal capacity| of the
specimgn may lead to a decrease-of the local bath temperature next to the specimen and thereby to an increase of
the effdctive severity of this test\
6.5.3.8 Fluxing
The specimen shalkbe completely immersed in flux and withdrawn slowly, unless otherwise
prescribed by therelevant specification. Any excess flux shall be removed by contagt with
absorbent papetr.
6.5.3. Solder immersion

ion of

the spemmen in the solder bath unless otherW|se prescrlbed by the relevant specmcatlon

The oxide film on the solder bath shall be skimmed off immediately before immersion.

The immersion and withdrawal speed shall be in the range of 20 mm/s to 25 mm/s.
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W- .

Key
1 Clig

2 Spdcimen
3 Solgler
The immersion method may not be applicable for high thermal capacity components. The method to be apg

such c(

Two dttitudes of immersion are standardized:

Attitud

Attitud

Attitud
used.

6.5.3.p Test conditions
The dpuration and temperature of immersion shall be selected from Table 3, unless oth

Il View of the surface to be examined
IEC

mponents shall be given in the relevant spggification.

Figure 1 — Examples of immersion attitudes

e A: For most specimens, the areas to be examined shall be immersed not les$ than
2 mm below the solder meniscus (but not to a greater depth than necessary; see

Figure 1) with:the seating plane vertical.
e B: For certdinyspecimens (see B.3.4), the specimen may be floated on the soldér.
e A shall betapplied, if the relevant specification does not prescribe an attitude to pe

=i

presc

H ™ [N o ] 4+ H 1
TVCTU Uy Uic 11T vdalit opouiliieativit.

lied for

(frwise
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Table 3 — Solderability — Test conditions and severity, solder bath method

Group Alloy name Test conditions and severity
1 (Sanc‘ti2\/2|t5e?j flux, 0,2 % chloride) (175 +3)°C (3£05)s
,  |Sn60Pb40A or (215£3)°C (3£02)s
Sn63Pb37A (235 + 3) °C (2+0,2)s
3 Sn96,5Ag3Cu,5 (245 £ 3) °C (3+£0,3)s
4 Sn99,3Cu,7 (250 £ 3) °C (3+£0,3)s

of the

F ES k. H bick th 1 '3 +h 1 + H $ H2N 13 H
of-comperents-having-a—high-thermeal-eapacity-the—relevant-speetficationrey-preseribe—an—extension

immersion time up to (10 + 1) s.

6.6

Method 2: Reflow

6.6.1 Reflow equipment
See 5|2.

6.6.2 Solder paste
Soldef paste shall be as in Table 4, unless otherwise prescribed'by the relevant specific

Table 4 — Solder paste specification

ption.

Flux classification ? Nominal metal content,
Groujp Alloy name 2 Powderssize type © mass fraction
IEC ISO %
1 Sn42Bi58 ROLO 1.1.1 3 90
2 Sn60Pb40A or
Sn63Pb37A ROLO 1.1.1 3 90
3 Sn96,5Ag3Cu,5 ROLO 144 3 88
4 - — — —

Sqlder alloy designations and tolerance of composition according to IEC 61190-1-3:2007 and Amen

1:2010, Annex B.

Rgfer to IEC 61190-1-1 or ISO '9454-2 for details.

Rgfer to IEC 61190-1-2;2044, Table 2. Any other powder size should be prescribed in the re
splecification.

Hment

evant

6.6.3 Test substrates

The test substrate shall consist of an unmetallized and non-wettable (no tracks or
piece [of ceramic (alumina 90 % to 98 %) or epoxide woven E-glass laminated circuit bo
defingdd,Sfor example, in IEC 61249-2-22 or IEC 61249-2-35.

ands)
ard as

For the solderability test, the test substrate should not have solder lands, as a visual
examination of the bottom side of the termination/electrode is required. See Annex A.

Dimensional details and the number of sample(s) to be tested shall be given in the relevant
specification.

6.6.4 Test procedure

6.6.4.1 Specimens

A specimen shall not be used for more than one test.

6.6.4.2 Application of solder paste

The solder paste shall be applied to the test substrate by screen or stencil printing,
dispensing or pin transfer.
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The area (size) to be printed, and thus the amount of solder paste deposit, shall be specified
in the relevant specification. When solder paste is applied by dispensing or pin transfer, the
volume shall be adjusted so that a comparable solder volume can be achieved.

NOTE The thickness of the solder deposit is in the range from 60 um to 250 pm.

6.6.4.3 Placement of specimens

After printing, the terminations of the specimen shall be placed on the solder paste. The
placement procedure (for example depth of penetration) shall be prescribed in the relevant
specification.

6.6.5 Reflow temperature profile for Test Td,

As aelninimum, the following parameters shown in Figure 2 shall be specified for the, feflow
tempdrature profile.

ot

2 PRI

e ~ ”

g

IS T,-5°C

(0]

'_

3
/ ¢
(>
b
2 -
a
l4
>
Time
EC

Key
T, Mjnimum prebeating temperature
T, Mpximum preheating temperature
T Ligwdus fnmpnrahlrn

w

T, Peaktemperature

Preheating duration

t, Time above liquidus temperature
Time above (T, — 5 °C)

Timeto 7,

a The temperature gradient of the increasing slope shall not exceed 3 K/s.
Preheat area.

c The temperature gradient of the decreasing slope shall not exceed 6 Ki/s.

Figure 2 — Reflow temperature profile for solderability
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The temperature shall be measured at the specimen termination, unless otherwise prescribed
by the relevant specification.

6.6.6 Test conditions

The parameters for the temperature profile shall be selected from Table 5, unless otherwise
prescribed by the relevant specification.

Table 5 — Solderability — Test conditions — Method 2: Reflow

T, T, f T, t r,? 1y °
Group Solder alloy
°C °C s °C s °C s
1 Sn42Bi58 100t 5 130+ 5 60 to 120 138 40+ 5 170 10
2 Sn63Pb37A
100 150 60 to 120 183 40+ 5 215 10
Sn60Pb40A
3 Sn96,5Ag3Cu,5 150 180 60 to 120 217 40+ 5 235 10
4 Not applicable
@ Pdgak temperature (7,) is defined as minimum for acceptance testing and maximumyfor qualification tesfing.
b Time above (T, — 5 °C) is defined as minimum for acceptance testing and maximum for qualification tegting.

7 Test Td,: Resistance to soldering heat

7.1 |Object and general description of the test
Test Td, provides two different test methods to evaluate the soldering heat resistance of SMD.

- MIthod 1: Solder bath (Not applicable tosthe component designed for reflow soldering only)
— Megthod 2: Reflow

The tgst method to be used shall be indicated in the relevant specification.
NOTE The solder bath method is the‘one that simulates most closely the soldering procedures of flow s¢ldering
and sinjilar soldering process where thelheat is applied directly through conduction from a molten solder.

NOTE 2 The reflow method is thewone that simulates most closely the soldering procedures of reflow s¢ldering
procesges, like forced gas convection or vapour phase, where the heat is applied by gas convection or|vapour
condenfgation.

NOTE The relevant spegification may specify a reflow soldering simulation test without application of solder
paste (¢.9. see IEC 60749-20 for semiconductor devices).

7.2 |Specimen)preparation
The surface tobe tested shall be in the "as received" condition and needs to be shielded from

any kind of-contamination, e.g. shall not be subsequently touched by fingers.
If req@mﬂmﬂm@m&%ﬁg&aﬂﬂm&m in a

neutral organic solvent at room temperature.

7.3 Preconditioning
In case of moisture sensitive devices (MSD) pre-drying may be needed.

NOTE 1 When moisture sensitive devices (MSD) are tested, moisture soak can be considered to determine the
influence of absorbed moisture to the resistance against soldering heat under worst case conditions.

NOTE 2 Examples for suitable soak procedures may be found in IEC 60749-20, or IEC 61760-4.
7.4 Initial measurements

The specimens shall be visually examined and, if required by the relevant specification,
electrically and mechanically checked.


https://iecnorm.com/api/?name=1b4a06e07119e1e905e91bf7d6e7af78

IEC 60068-2-58:2015 © IEC 2015 -17 -

7.5
7.5.1
See 5

7.5.2

Method 1: Solder bath
Solder bath

A,

Solder and flux

For the resistance to the soldering heat test, any alloys may be used, provided they are
completely liquid at the required temperature.

The flux shall consist of a mass fraction of 25 % of colophony in a mass fraction of 75 % of
2-propanol (isopropanol) or ethanol (ethyl alcohol), as specified in IEC 60068-2-20:2008,
Annex B, activated by the addition of diethylammonium chloride (analytical reagent grade), of

a mas

Inform

7.5.3
7.5.3.
A spe
7.5.3.

The s
sectio
unless
conta
fluxed

NOTE
specim
the effq

7.5.3.

The s
presc
absor

7.5.3.4 Solder immersion

If pre
tempsg
bath.

s fraction of 0,5 % chloride (expressed as free chlorine based on the colophony«cg

ation concerning the used flux type shall be given in the product detail specifieatig

Test procedure and conditions

( Specimens

cimen shall not be used for more than one test.
p Clamping
pecimen shall be placed in a stainless steel clip as,shown in Figure 1, where the

hal area of that clip shall not exceed the smallest'cross sectional area of the spec
otherwise prescribed by the relevant specification. No part of the clip jaws shall
bt with the areas to be examined. The specimen shall remain in the clip while

and dipped in the solder.

A clip with a thermal capacity of its dipped\part significantly exceeding the thermal capacity
bn may lead to a decrease of the local bath-femperature next to the specimen and thereby to a decr
ctive severity of this test.

B Fluxing

pecimen shall be completely immersed in flux and withdrawn slowly, unless othg

ibed by the relevant specification. Any excess flux shall be removed by contag
bent paper.

heating js,“prescribed by the relevant specification, the specified duratior
rature shall be applied immediately prior to the immersion of the specimen in the

ntent).

n.

Cross
imen,
make
being

of the
pase of

Brwise
t with

and
solder

The o

Kidefilm on the solder bath shall be skimmed off immediately before immersion.

The immersion and withdrawal speed shall be in the range of 20 mm/s to 25 mm/s.
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Key

1 Clig
2 Spqg
3 Sol
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thods shown may not be applicable to high thermal capacity components. Immersion method f
capacity components shall be given in the relevantspecification.

Figure 3 — Examples of immersion attitude

Two dttitudes of immersion are standardized:

Attitud

Attitud
If the

7.5.3.

The d
presc

eA: For most specimens,” the areas to be examined shall be immersed ng
than 2 mm below the.solder meniscus (but not to a greater depth than nece
see Figure 3) with_the seating plane vertical.

e B: For certain\specimens (see B.3.4), the specimen may be floated on the s
relevant specification does not mention the attitude, attitude A shall be adopted.

b Test conditions — Method 1: Solder bath

ibed by~the relevant specification.

pr high

t less
Ssary;

blder.

uration and temperature of immersion shall be selected from Table 6, unless othg¢rwise
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Table 6 — Resistance to soldering heat —
Test conditions and severity, solder bath method

Group Alloy composition 2@ Test conditions and severity
1 Sn42Bi58 (230 + 3) °C (10+1)s
Sn60Pb40A or (5£1)s
2 (260 + 5) °C
Sn63Pb37A (10+1)s
(5+1)s
3 Sn96,5Ag3Cu,5 (260 + 5) °C®
(10+1)s
4 SNYY3TU,7 (Z605)C°? (W ERES
2 Allpy compositions given here are for information only and do not state any prescription for spegific.alloys to
belused in this test, see 7.5.2.
b Ceftain soldering methods may require the higher severity of (270 + 3) °C for (5 + 0,5) s of-the more pevere
copdition of (10 £ 1) s. Such conditions should be provided by the detail specification or agreed between the
traging partners.

7.6 |[Method 2: Reflow
7.6.1 Reflow equipment
See 5|2.

7.6.2 Solder paste

Soldef paste is normally not required for the resistanceto soldering heat test.

7.6.3 Test substrates

If required, the test substrate shall consist of-afn unmetallized and non-wettable (no trafks or
lands) piece of ceramic (alumina 90 % to 98-%) or epoxide woven E-glass laminated [circuit
board|as defined, for example, in IEC 61249-2-22 or IEC 61249-2-35.

For the resistance to soldering heat test, the test substrate should not have solder landg, as a
visuallexamination of the bottom side of the component is required. See Annex A.

Dimerjsional details and the humber of sample(s) to be tested shall be given in the relevant
specifjcation.

This Iest does not cover additional stresses to the test specimen by circuit boardg. The
mouniing to test substrates before testing shall be described by the relevant specificatio

-

7.6.4 | Test procedure and conditions
7.6.4.1 Specimens

A specimer’ shall not be used for more than one test. The specimen may be tested wWith or
without solder paste, as required by the relevant specification.

7.6.4.2 Application of solder paste

If required, the solder paste shall be applied to the test substrate by screen or stencil printing,
dispensing or pin transfer as specified in the relevant specification. In this case the area (size)
to be printed and the thickness of the solder paste deposit shall be specified in the relevant
specification. When solder paste is applied by dispensing or pin transfer, the volume shall be
adjusted so that a comparable solder volume can be achieved.

7.6.4.3 Placement of specimens

As applicable, after printing, the terminations of the specimen shall be placed on the solder
paste or the substrate. The placement procedure (for example depth of penetration) shall be
prescribed in the relevant specification.
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7.6.4.4 Reflow temperature profile

As a minimum, the following parameters shown in Figure 4 shall be specified for the reflow
temperature profile.

T,-5°C

Temperature

i4

Timg

IEC

N

MLnimum preheating temperature

SHls

ximum preheating temperature
5 Liguidus temperature

bak temperature

o
T T

eheating duration

Time above liquidus temperatire
Time above (7, - 5 °C)

Time to 7,

a The temperature_gradient of the increasing slope shall not exceed 3 K/s.

o
o

eheat area

¢ The temperatdre gradient of the decreasing slope shall not exceed 6 Ki/s.

Eigure 4 — Reflow temperature profile for resistance to soldering heat

The temperature shall be measured at the specimen’s top body surface (peak package body
temperature), unless otherwise prescribed by the relevant specification.

The reflow temperature profile for resistance to soldering heat test shall be as specified in
Table 7, unless otherwise prescribed by the relevant specification.

NOTE A forced gas convection oven is recommended to ensure reproducibility of the reflow temperature profile.

The number of test cycles shall be a minimum of one and a maximum of three, and shall be
specified in the relevant specification, unless otherwise prescribed by the relevant
specification. The recovery period between two successive cycles shall be the time it takes
until the temperature of the specimen drops below 50 °C.
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Table 7 — Resistance to soldering heat —
Test conditions and severity, reflow method

T, T, t,f T, 1,9 T,? 1, P2 t
Group Alloy name
°C °C s °C s °C s S
1 Sn42Bi58 138
10+ 1
Sn63Pb37A 215 20+ 1 360
2 100 150 183
Sn60Pb40A 235 30+ 1 max
40+ 1
e | 220 to 235° 20 to 409
60 to 120 3010 60
60 to 150 5 adade
230 to 260° R 480
3 Sn96,5Ag3Cu,5 | 150 | 200 217 19-max” || 459
245
20 £ 1
259 30 + 1d
+
260 -
a8 The combination of temperature and time is determined by the thermal mass’of-the component and shall be
giVen by the relevant specification. Further information how to determipe applicable test conditiong, see
IEL TR 60068-3-12.
Pdgak temperature (7,) measured at the specimen’s top body surface is\defined as maximum for acceptance
tegting and minimum for qualification testing.
b Tdlerance for time above (T, — 5°C) is defined maximum_ as for acceptance testing and minimym for
qujlification testing.
¢ Cdmponents with high thermal mass may require this severity; details shall be provided by the rejevant
spEcification.
d A Inore severe t; of (40 £ 1) s is also in use for certain applications with high package density / high thermal
mass PCB.
¢ Agplicable for high thermal sensitivity.
f Ddpending on the thermal mass of the components, the time t, may be extended.
9 The time r, depends on the thermal mass‘of the components.
8 Test Td;: Dewetting and resistance to dissolution of metallization
8.1 |Object and general description of the test
Test Td; provides.a test method to evaluate the loss of wetting ability of a terminal sprface
during soldering‘(dewetting), or the loss of solderable area of a terminal surface by dissglution
of metallization:
- Merthod 1: Solder bath

— Method 2: Reflow
The test method to be used shall be indicated in the relevant specification.

NOTE
8.2

Reflow test method to determine the dewetting

Specimen preparation

The surface to be tested shall be in the "as received" condition and needs to be shielded from
any kind of contamination, e.g. shall not be subsequently touched by the fingers or otherwise
contaminated.

If required by the relevant specification, the specimen may be degreased by immersion in a
neutral organic solvent at room temperature.

In cas

e of MSD pre-drying may need to be considered.
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8.3 Initial measurements

The specimens shall be visually examined and, if required by the relevant specification,
electrically and mechanically checked.

8.4 Method 1: Solder bath

8.4.1 Solder bath

See 5.1.

8.4.2 Solder and flux
See 7.5.2.

8.4.3 Test procedure and conditions

The duration and temperature of immersion shall be selected from Table 8, unless_ othg¢rwise
prescribed by the relevant specification.

If a tptal immersion time of 10 s is required because dewetting can (occur slowly, this
immeirsion shall be divided into two periods of 5 s each in order that any fapid dewetting|is not
masked by any subsequent re-wetting.

Guidapce on the choice of severities, including those for lowergrades of dissolutjon of
metallfization, is given in Clause B.3.

The speed of dewetting and dissolution of metallization depends on temperature, time apd the
combipation of terminal surface material and solder alloy

Table 8 — Dewetting and resistance to_dissolution of metallization —
Test conditions and severity;.solder bath method

Severity
Property tested (260 £ 5) °C
(5+£0,5)s (10£1)s (30 £1)s
Dewetting X X
Resisflance to dissolution of metallization X
X” denptes ‘applicable’.

8.5 |Method 2: Reflow
8.5.1 Reflow équipment
See 5|2.

8.5.2 Specimen

A spetimen shall not be used for mare than one test The test applies only for specimens with
a pin finish that will melt during the reflow process, this is not the case for, for example,
NiPdAu pin finishes.

8.5.3 Solder paste
Solder paste is not required for this test.

8.5.4 Flux

Flux shall be used as described in Table 4, or as required in the relevant specification. It shall
be applied by a brush on the termination of the tested component.

8.5.5 Reflow profile

Reflow profile as described in Figure 4 and Table 7 shall be applied, unless otherwise
prescribed by the relevant specification.
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8.5.6 Placement of the specimen

The specimens to be tested shall be fixed to a suitable substrate in a way, (e.g. with a high
temperature double sided adhesive tape) that they will not move during the reflow test. The
components shall be fixed upside down (on the tape), and the terminations shall show
upwards, as demonstrated in Figure 5 and parallel to the carrier.

2

IEC

Key
1 Termination

2 Component (upside down)

3 High temperature double sided adhesive tape
4

Substrate

Figure 5 — Example for placement of a specimen to a test substrate

8.5.7 Application of the reflow profile
The sglected reflow profile shall be applied-ence to the specimen on the carrier, in order to
melt the termination finish.

8.5.8 Evaluation

Dewefting shall not exceed the criteria described in Clause A.4.

9 F{nal measurements

9.1 Flux removal

Withirl 60 min of the( test and after the specimen has been allowed to cool to|room
tempgrature, the flux_residues shall be removed with a suitable solvent. After cooling, the
specimen shall _be*removed from the substrate for inspection. Details of the removal
proceglure shalllbe given in the relevant specification.

9.2 |Recovery conditions

The r¢covery conditions shall be prescribed in the relevant specification.

9.3 Evaluation
9.3.1 Wetting
9.3.1.1 General

The wetting shall be assessed visually under adequate light with a binocular microscope of a
magnification in the range of 10x to 25x%, using the photographs of component terminations in
Clause A.1 to assist with the evaluation. The areas to be examined shall be prescribed in the
relevant specification.

9.3.1.2 Metallized end cap terminations (rectangular or circular configuration)

The dipped or reflowed surface shall be covered with solder coating with no more than small
amounts of scattered imperfections, such as pinholes or non-wetted or dewetted areas. These
imperfections shall not be concentrated in one area. Additionally, for solder alloy containing
lead, solder coating shall be smooth and bright.
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9.3.1.3 Metallic terminations shorter than 6 mm (dimension “d” in Figure 6)

The following criteria apply where the specimen is tested in the “as-received” condition or
after accelerated ageing.

a) Areas that form the joint (area “a” in Figure 6):

1) the underside of the termination foot (area “d” in Figure 6) and the convex side of the
lower bend;

2) the side faces of the foot.

The highest quality is required in these areas. The dipped or reflowed surface shall be
covered with solder coating with no more than small amounts of scattered imperfections
su i ; = . i i ot be
copcentrated in one area. For solder alloy containing lead, the solder coating 'Shall be
smooth and bright.

by T

c) Afier the dipping test, the dipped surface shall show visible evidence ofrbeing wettalle, as
indicated by the presence of fresh solder. A homogeneous coating is not'nhecessary here.

e upper side of the termination (area “b” in Figure 6).

d) Ngn-coated cut edges at the end of the termination and the termination above the|lower
bend (area “c” in Figure 6). For these areas (“b”, “c” and “d”), noxquality criterion of polder
copting is given.

IEC

Figure 6 — Identification of areas on metallic termination

9.3.1.4 Other«metallic terminations

The greas to be examined and criteria for evaluation shall be specified in the rejevant
specifjcation-

9.3.2 Dewetting
If applicable, the criteria for wetting described in 9.3.1 shall also apply.

The dewetting shall be assessed visually under adequate light with a binocular microscope of
magnification in a range of 10x to 100x.

9.3.3 Resistance to soldering heat

After testing for resistance to soldering heat, the specimen shall be electrically checked and
visually examined in accordance with the relevant specification.

9.3.4 Resistance to dissolution of metallization

If applicable, the following criteria shall apply. If these criteria cannot be applied, they shall be
prescribed in the relevant specification.

a) Areas where metallization is lost during immersion shall not individually exceed 5 % of the
total electrode area, and collectively shall not exceed 10 % of the total electrode area.
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b) The functional connection of the electrode to the interior of the specimen shall not be
exposed.

c) Where the metallization of the electrode extends over edges onto adjacent surfaces, loss
of metallization on the edges shall not exceed 10 % of their total length.
10 Information to be given in the relevant specification

10.1 General

If this test is included in a specification, the following details shall be given insofar as they are
applicable. Particular attention shall be given to items marked with an asterisk (*) as this
information is mandatory.

10.2 |Solderability
The fgllowing details shall be applied for solderability.

a) Property to be tested *

b) Applicable test method *

c) Condition of preconditioning (if required) *
d) Selected solder alloy (solder bath method) *
e) Flux type (solder bath method) *

f) Clamping, fluxing and solder immersion *
g) Preheating for solder bath method *

h) Atfitude to be used for bath test

i) Sqlder temperature and duration *

j) Sqlder paste *

k) Dimensional details of test substrate *

) THickness of solder paste *

m) Arpount of solder paste

n) Placement procedure

o) Pre-heating for reflow

p) Tgmperature profile *

gq) Tgmperature measurement point *

r) Nymber of testicycles for resistance to soldering heat if other than 1 cycle *

s) Removal procedure
t) Cleaning-method
u) Recoyvery conditions

v) Aregsofthetermimationstobeexamimed—™
w) Final inspection requirements and acceptance criteria *

10.3 Resistance to soldering heat, dewetting and resistance to dissolution of
metallization

The following details shall be applied for resistance to soldering heat, dewetting and
resistance to dissolution of metallization.

a) Property to be tested *

b) Applicable test method *

c) Condition of preconditioning (if required) *

d) Selected solder alloy (solder bath method) *

e) Flux type (solder bath method) *


https://iecnorm.com/api/?name=1b4a06e07119e1e905e91bf7d6e7af78

- 26 - IEC 60068-2-58:2015 © IEC 2015

Clamping, fluxing and solder immersion *

Preheating for solder bath method *
Attitude to be used for bath test
Solder temperature and duration *

Solder paste *

Dimensional details of test substrate *

Thickness of solder paste *

m) Amount of solder paste

n)
0)
P)
q)
r
s)

t)

PI a-antioe e
geeMment PTOCTUUTT

P
T
T
N

Rgmoval procedure
Cl
Rgcovery conditions

Argas of the terminations to be examined *
Fi

re-heating for reflow
4

mperature profile *
mperature measurement point *

mber of test cycles for resistance to soldering heat if other than 1 cycle’*

baning method

mal inspection requirements and acceptance criteria *
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Annex A
(normative)

Criteria for visual examination
A.1  Wetting

In various specifications, a complete or nearly complete coating with solder is often defined
by the so-called 95 % requirement. The application of this requirement is often difficult when
assessing specimens with metallized terminations or with short metallic terminations,
especially when different parts of the termination are distinguished. Nevertheless, the same

appro mmmmmwmme A.1
have peen reproduced on such a scale that the dimensions are reasonably comparable with

the view obtained under a microscope, while ensuring that smaller details are stjll(suffigiently
clear.

A.2 | Evaluation of wetting

Accegtable when 95 % or more area to be evaluated covered by an idealsolder coating jwith a
dewetting area shall be scattered and not concentrated in one area,

Figurg A.1 comprises six examples illustrating the criteria for vistial examination.
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Acceptable Unacceptable

IEC

Figure A.1a Figure A.1b q;.ll
Acceptable: ideal coating both on the foot and on the Unacceptable: more than 5 % de ing on the tde; the
sides;|the visible rim is not dewetted because there is bend is well coated f‘f/
no comtact angle; the flux residues between body and (b
terminfation have not been removed. (\%

.\@

Figure A.1c O Figure A.1d
Acceptable: some spots of non-ideal cq@ on the Unacceptable: more than 5 % of the foot is dewqtted.
surfage are visible.

.
AN

IEC IEC

Figure A.1e Figure A.1f

Acceptable: a few very small irregularities are visible. Unacceptable: more than 5 % of the area is not
wetted.

NOTE The arrows indicate imperfections (acceptable or unacceptable) referred to in Clause A.2.

Figure A.1 — Evaluation of wetting

A.3 Evaluation of method 2 (Td,)

For method 2 (reflow), solder balls at the pins or irregular solder accumulations are not
allowed.
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The surface shall be homogenous without irregularities or damages.
The results shall be documented in the test report including pictures.

A.4 Evaluation of method 2 (Td,)

Good example (no dewetting)

S
Q/Q
;\\
o)
N
Y
Badseg\e covering

\\9@

IEC
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Annex B
(informative)

Guidance

B.1 General

In principle, solderability testing should be quantitative and objective. During the preparation

of this standard, consideration has been given to procedures which meet these require
and these methods may be found in IEC 60068-2-69.

(‘i"' ESe—C C oS, —COT et at o —TraSsS— ottt Otrvernr O—ECSTaAPDTISTIE G

well as the solder bath dip or reflow test conditions already specified in IEC 60068:2-2
IEC 60749-20.
For cgmponents intended for PCB bottom-side mounting and full body immersjon during

soldetling, the solder bath method (attitude A) is the preferred condition. In such cases
for tegt Tds), the correlation between the static solder dip conditions and-the dynamic

soldeling conditions needs to be considered (i.e., wave soldering~imposes more
condifions on the component compared to dipping into a static soldef bath), see B.3.5.

The r¢flow method has been included for SMDs that are intended for the reflow procesg
or to determine the suitability of an SMD for reflow.

Some| parts get damaged with reflow temperature pfofile. Therefore caution shol
exercised when choosing reflow profiles and peakfreflow temperatures. For exam
semicpnductor device to ensure that the moisture sensitivity level (MSL) ratings of these
are nqt exceeded (see IEC 60749-20 and IEC 61760=42).

B.2 | Limitations

B.2.1| In the case of specimens having terminations plated with pure tin, or another led
plating, there might be a mismatch between the results of the dip test in lead-tin solde
and tie performance in practice usiflg methods operating below the melting point of f{
example vapour phase). The solution to this problem is not yet known. In such cases 1
produfgtion methods or the reflow-method may be used as a test procedure.

B.2.2| Excessive peak reflow temperatures initiate failures, which cause equipment f3
under|normal use conditions.

ments

only,

Id be
ble, a
parts

d-free
bath,
n (for
ormal

ilures

Soldef dipping shauld/only be used if data exists showing that correlation between the part

junction temperature under wave solder and dipping is equivalent. In addition, data s
exist ghowing the proper preheating for the correlation.

Prehepting is extremely important to prevent damage to parts, especially to large v

hould

plume

packages. Preheating is part of a good process set-up.

B.3 Choice of severity

B.3.1 Test Td,: Solderability by solder bath method

The selection of time and temperature values from Table 3 depends on the thermal ca
of the components.

a) Low thermal capacity and/or high heat resistance component

1 These procedures have been established by TC 40 and TC 47, by IECQ: IEC Quality Assessment Sys
Electronic Components http://www.iecq.org/index.htm and by the AIE: International Association Of El
Contractors.

2 To be published.

pacity

tem for
ectrical
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In Group 2, test condition 235 'C, 2 s is preferred for general components of low thermal
capacity.

b) For high thermal capacity component

For components having a high thermal capacity the relevant specification may prescribe
an extension of the immersion time up to (10 + 1) s.

In case of high thermal capacity components with lead, attitude B (floating attitude) or
using separated lead should be chosen to avoid drop in solder bath temperature.

B.3.2 Test Td,: Resistance to soldering heat — Solder bath method

The selection of time and temperature values from Table 6 depends on the thermal capacity

dt armal canaitin it ~Ff th o Ao A A nte
an CTrar oSCTISTavity UT e COUTITPOTTCTITS .

a) Ldw thermal capacity and/or high heat resistance component

In|group 2 and 3, test condition 260 ‘C, 10 s is preferred for general componénts pf low
thermal capacity and high heat resistance.

b) Faqr high thermal capacity component

Cgrtain soldering methods may require higher severity of (270 + 3) \© for (5 +0,5) slor the
ma@re severe condition of (10 £ 1) s. Such conditions shouldbe) provided by the|detail
specification or as agreed between the trading partners.

igned for reflow soldering because the solder bath\temperature is higher thgn the

Tglse solder bath method cannot be applied to certain«large semiconductor padkages
d
low soldering.

re
c) Fqrlow heat resistance component

In|case of aluminium electrolytic capacitorsiwith non-solid electrolyte, film digjectric
capacitors and connectors, the solder bath method cannot be applied.

B.3.3 Test Td,: Resistance to solderingtheat —Reflow method

The spglection of time and temperature values from Table 7 depends on the thermal capacity
and thermal sensitivity of the components.
a) Ldw thermal capacity and/or high heat resistance component

TI‘E test conditions in Table”"B.1 are preferred for general components of low thermal
capacity and high heat resistance.

Table B.1 — Test conditions

T, T, t T, 1y T, ty ty
Groulp Alloy name
°C °C s °C s °C s s
1 Sn42Bi58 138
Sn63Pb37A
2 100 150 183 235 20 £ 1 36( max.
Sn60Pb40A 60 to 120 60 to 150
3 Sn96,5Ag3Cu,5 150 200 217 260 30 £1 480 max.

b) High thermal capacity component

In case of components with high thermal capacity, the temperatures and times given in
Table 7 may not always be appropriate, e.g. T, cannot be achieved. In such a case 4, t,

and ¢, need to be determined such, that #3 is achieved.
For plastic molded semiconductors, refer to IEC 60749-20.
c) For a low heat resistance component

Temperature and time need to be selected from Table 7 depending on the heat resistance
of a component as given by the relevant specification.
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For example, in case of aluminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte, the
inner electrolyte temperature needs to be kept under the boiling point (e.g.210 C).

For information, see J-STD-075.
B.3.4 Immersion attitude

The selection of the immersion attitude in Figure 1 and Figure 3 depends on the thermal
capacity of the components.

a) For solderability of the termination

When testing solderability of terminations, certain large flat specimens (for example
ceramic chip carriers), if immersed in the solder bath, will absorb heat. In such cases,
atfitode—B—(the—floatmg—=attitude)—should—be——chosem—by —the—detait—specifigation.
Discrimination between different sizes of specimens by varying the immersion time|is not
copsidered desirable.

b) Fqgr resistance to soldering heat

When testing resistance to soldering heat, certain large flat specimens (for example
ceramic chip carriers), if immersed with the seating plane vertical, will/not experienge the
thérmal gradient across their thickness that they would in practical” soldering. In such
capes, attitude B (the floating attitude) should be chosen by the detail specifigation.
Discrimination between different sizes of specimens by varying{the immersion timelis not
cophsidered desirable.

B.3.5| Test Td;: Dewetting and resistance to dissolution of metallization for 30 s|at
260 °C
See Thble 8.

In waye soldering, the speed of dissolution of metallization is much greater than in a static dip.
With wave, reflow or vapour-phase soldering, the* specimen may be subjected to subsgquent
iron dqoldering for touch-up or repair. A rather long immersion at high temperaturg can
therefpre be specified for testing the resistance of the metallization to dissolution in molten
solder.

The severities of dewetting and resistance to dissolution of metallization shall depend ¢n the
components electrode structure.
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Annex C
(normative)

Application of the test methods to through
hole reflow soldering components (THR)

C.1 Solderability

The solderability of components intended for THR should be tested according IEC 60068-2-20,
Test Ta, method 1, but according to the conditions given in Table C.1, which are different
from i =2- i iti ing. The
relevgnt specification shall prescribe the preheating before immersion into the solder/bpth. A
typical condition is keeping the test specimen in a distance of 10 mm above the solder bath
surfade for 30 s.

Table C.1 — Test conditions for solderability test

Solder Test condition Preheating
Sn60Pb40A 215°C,(3+£0,3) s optional
Sn96,5Ag3Cu,5 235°C,(5+0,5)s recommended

C.2 | Resistance to soldering heat

Test Td,, method 2, reflow simulation without solder‘shall be used. The test conditions rglated
to the|respective soldering process group apply.

C.3 | Dewetting

Test Td3, method 2, reflow simulation without solder shall be used. The test conditions rglated
to the|respective soldering process group apply.

C.4 | Criteria for evaluation

The cyiteria for evaluation shall’lbe provided by the component specification.
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Annex X
(informative)

Cross reference for references to the prior revision of this specification

The revision of this sectional specification has resulted in a new structure. The following table
provides a cross reference for all references to specific elements of the prior revision of this
Sectional Specification.

IEC 60068-2-58:2004 IEC 60068-2-58:201X
3rd edition 4th edition Notes
ClapsefSubselause————ClauselSubelause
1 1 —
2 2 —
3 3 —
4 4 —
The prescriptions on preconditioning are allocated with
5 - the separate tests Td,, Td,;0r Td,;, see below.
6.2 If applied to test Td,
5.1 7.2 If applied to test Fdg
8.2 If applied to test\Td,
5.2 6.3 —
5.3 7.3 —
Theprescriptions on the solder bath method are
6 — allocated with the separate tests Td,, Td,, or Td;] see
below.
6.1 — —
6.1.1 5.1 —
6.5°2 If applied to test Td,
6.1.2 7.5.2 If applied to test Td2
8.4.2 If applied to test Td,
6.5.2 If applied to test Td,
6.1.3 7.5.2 If applied to test Td,
8.4.2 If applied to test Td,
6.5.3 If applied to test Td,
6.2 7.5.3 If applied to test Td,
8.4.3 If applied to test Td,
Fheprescriptionson-the—sotderreflowmethod-ar
7 — allocated with the separate tests Td,, Td,, or Td3, see
below.
71 — —
7.1.1 5.2 —
6.6.2. If applied to test Td,
7.1.2 7.6.2 If applied to test Td,
8.5.3 If applied to test Td,
6.6.3 If applied to test Td,
713 7.6.3 If applied to test Td,
6.6.4 If applied to test Td,
7.2 7.6.4 If applied to test Td,
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IEC 60068-2-58:2004

IEC 60068-2-58:201X

3rd edition 4th edition Notes
Clause/Subclause Clause/Subclause
8 — —
The prescriptions concerning lead-free solder alloys are
8.1 — allocated with the separate tests Td,, Td,, or Td3, see
below.
6.5.3.5 If applied to test Td1
8.1.1
7.5.3.5 If applied to test Td,
8.1.2 — —
8.1.2.1 6.6.6 —
8.1.2.2 7.6.4.4 —
The prescriptions concerning lead containing solder
8.2 — alloys are allocated with the separatetests Td,, Td,, or
Td,, see below.
6.5.3.5 If applied to test Td,
8.2.1 7.5.3.5 If applied to test Td,
8.4.3 If applied to test Td,
6.6.6 If applied to test Tdy
8.2.2
7.6.4.4 If applied to test Td,
8.2.3 6.6.6 —
8.2.4 7.6.4.4 —
9 9 —
10 10 —
Annex A Annex A —
Annex B Annex B —
Annex C o Information relevant to components for through-hole
reflow soldering is available in IEC 61760-3.
Bibliography Bibliography —
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 2-58: Essais —
Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité,
résistance de la métallisation a la dissolution et résistance
MS)

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale”)de normglisation
conjposée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC|a pour
objgt de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les dgmaines
de Ifélectricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie(des’ Normes internafionales,
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guipes (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux
trajaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut” participer. Les organ{sations
inteynationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent égalemgnt aux
trajaux. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationalel, de Normalisation (ISO), selon des
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant*donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les| Publications de 'lEC se présentent sous la forme de.recommandations internationales et sont ggréées
conjme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous,les efforts raisonnables sont entrepris afin qe I'lEC
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responspble de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui.en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dar]s le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans joute la
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'l[EC dans leurs publications nafionales
et fégionales. Toutes divergences entre teutes Publications de I'|EC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’IHC elle-méme ne fournit aucune atiestation de conformité. Des organismes de certification indépg¢ndants
founnissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
conformité de I'lEC. L’'IEC n'est(responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
ind¢pendants.

6) Tous les utilisateurs doivents'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicatig

=]

7) Aucline responsabilité/nedoit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandptaires,
y cqmpris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux dg I'lEC,
pouf tout préjudice~causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
natdre que ce._sgit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice} et les
dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toutg autre
Publicationsde I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention”est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réfdrencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'l[EC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60068-2-58 a été établie par le comité d’études 91 de I'IEC:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette quatriéeme édition annule et remplace la troisieme édition parue en 2004 et constitue
une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

— ajout d'un alliage de brasure Sn-Bi a faible température;
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— ajout de plusieurs conditions d'essai de brasage par fusion dans le Tableau 7 -
Résistance a la chaleur de brasage — Conditions d'essai et sévérité, méthode de brasage

pa

r fusion;

— introduction d'une méthode d'essai de brasage par fusion pour I'essai Tds: Démouillage et
résistance de la métallisation a la dissolution;

Le tex

plication de lignes directrices pour le choix de la sévérité d'essai a I'article B.3.
te de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
JINTZZZTFUTS J1TTZOUIRVD

Le raf
about

Cette

Une |
d'envi

Le co

stabilifé indiquée sur le site web de I'lEC sous "httpi//webstore.iec.ch” dans les do

port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur/le,vote
a l'approbation de cette norme.

publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

ste de toutes les parties de la série IEC 60068, publiées sous le titre général |
ronnement, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

mité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la d
es a la publication recherchée. A cette date, la pGblication sera

conduite,

relativ
e re
e sSu

e remplacée par une édition révisée, ou

primée,

ayant

Fssais

hte de
hnées

e anendée.
IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve sur la page de couverture de ¢ette
publi¢ation indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utijes a

une b]:nne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséq

impri

er cette publication en utilisant une imprimante couleur.

lent,
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ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 2-58: Essais —
Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité,
résistance de la métallisation a la dissolution et résistance

a la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

1 D

La prg
en su

La prd

chaledir de brasage des composants dans les applications qui utilisent.des’alliages de b

qui so

plomb|.

Les p
par fu

pmaine dapplication

sente partie de I'lEC 60068 décrit I'essai Td applicable aux composants pour mg
face (CMS).

sente norme fournit des procédures pour déterminer la brasabilité~et'a résistang

nt des alliages étain-plomb eutectiques ou quasi eutectiques (Pb), ou des alliagef

océdures utilisent soit une méthode du bain de brasage,”soit une méthode de br
s5ion, et sont applicables uniquement aux éprouvettes(ou produits congus pour rés

ntage

e ala
asure,
sans

Asage
ster a

une immersion de courte durée dans une brasure fondle ou a une exposition limitée aux

systern

La mé
aux (

(immgrsion) est appropriée.

La mé
pour
métho

Le buft de la présente norme-est d’assurer la brasabilité de la sortie du composant g

borne

compo@sant peut résistera la charge calorifique a laquelle il est exposé pendant le brasa

hes de brasage par fusion.

thode du bain de brasage est applicable aux“CMS congus pour le brasage a la va
MS congus pour le brasage par fusion lorsque la méthode du bain de br

Héterminer I'adaptabilité des,CMS au procédé de brasage par fusion et lorsg
de du bain de brasage (immersion) n’est pas appropriée.

5. En outre, les .méthodes d’essai sont fournies pour s’assurer que le cor

jue et
psage

thode de brasage par fusion est-applicable aux CMS congus pour le brasage par fusion,

ue la

u des
Ds du

pe.

La prdsente nornje-couvre les essais Td4, Td, et Td; énumérés ci-dessous:
Numg¢gro d'essai-Td Essai Méthode

Méthode 1: Bain de brasage

Td4 Brasabilité des bornes
Méthode 2: Brasage par fusidn
Méthode 1: Bain de brasage

Td, Résistance a la chaleur de brasage
Méthode 2: Brasage par fusion

Td Démouillage et résistance de la métallisation a la Méthode 1: Bain de brasage

3 dissolution Méthode 2: Brasage par fusion

NOTE 1 Pour des composants spécifiques, d'autres méthodes d'essai peuvent exister.

NOTE 2 L'essai Td ne s'applique pas aux cartes de circuits imprimés (PWB), voir IEC 61189-3.

NOTE 3 Les composants a trous traversants spécifiques (pour lesquels le fournisseur a doc
spécifiguement une procédure d'assistance au brasage par fusion) sont également inclus dans la présente norme.

umenté
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2 Reéférences normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniéere édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-1, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et lignes directrices

IEC 60068-2-20:2008, Essais d’environnement — Partie 2-20: Essais — Essai T: Méthodes
d'essai de la brasabilité et de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a broches

IEC 6
définit

IEC 6
Exige

D194, Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées — clerm
ions

190-1-1, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Parti
nces relatives aux flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité da

assenpblages de composants électroniques

IEC 6
Exige

190-1-2:2014, Matériaux de fixation pour les assemblages, électroniques — Part
nces relatives aux péates a braser pour les interconnexions de haute qualité da

assemblages de composants électroniques

IEC 6
Exige
fluxée
IEC 6

IEC 6
Exige

IEC 6
Partie
tissu

190-1-3:2007, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Part
nces relatives aux alliages a braser de catégorie électronique et brasures S
s et non fluxées pour les applications de brasage électronique
190-1-3:2007/AMD1:2010

191-2, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédi
hces relatives a I'assemblage par-brasage pour montage en surface

249-2-22, Matériaux pour, circuits imprimés et autres structures d'interconne
2-22: Matériaux de base(renforcés, plaqués et non plaqués — Feuilles stratifié
He verre de type E époxyde non halogéné modifié, d'inflammabilité définie (es

combduistion verticale), plaquées cuivre

IEC 6
Partie
tissu

249-2-35, Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconne
2-35: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués — Feuilles stratifié
le verre de type E époxyde modifié, plaquées cuivre, d’inflammabilité définie (es

combustion verticale) pour les assemblages sans plomb

IEC 6

es et

b 1-1:
ns les

e 1-2:
hs les

e 1-3:
olides

hire —

ion —
es en
bal de

ion —
es en
Kai de

la spé

cification des composants montés en surface (CMS)

780-1, Technique du montage en surface — Partie 1. Méthode de normalisatiorr pour

ISO 9454-2:1998, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans I'lEC 60068-1,

dans |

'IEC 60068-2-20 et dans I'lEC 60194, ainsi que les suivants s’appliquent.
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3.1

brasabilité

aptitude de la borne ou de I'électrode du CMS a étre mouillée par la brasure a la température
de la borne ou de I'électrode qui est supposée étre la température la plus basse du procédé
de brasage dans la plage de températures applicable de I'alliage de brasure

3.2

résistance a la chaleur de brasage

aptitude du composant a résister a la contrainte thermique la plus élevée en termes de
gradient de température, de température de créte et de durée du procédé de brasage, dans la
plage de températures applicable de I'alliage de brasure

3.3

brasage a la vague
procéflé de brasage tendre a la vague, de brasage tendre a la traine ou de- brasage par
immeillsion, ou le produit est mis en contact avec la brasure fondue afin’de fixer les
comp@sants électroniques sur la surface d'interconnexion

3.4
brasage par fusion
opération d'assemblage de surfaces étamées et/ou comportant une brasure commune, de
regroypement et de chauffage de ces surfaces jusqu'a I'écoulement de la brasure, |et de
refroigissement de la surface et de la brasure en position assemblée

3.5
mouiIage

formation d'un revétement adhérent de brasure sur‘une surface indiquée par un faible|angle
de contact

3.6
démoyillage
rétracfion d'une brasure fondue sur une‘surface solide qu'elle a initialement mouillée

Note 1 [a I'article: Dans certains cas, une couche de brasure extrémement mince peut rester. L'angle de [contact
augmente paralléelement a la rétraction.de la brasure.

3.7
non r%ouillable

incapacité a former un revétement adhérent de brasure sur une surface indiquée par unjangle
de contact supérieur a 90°

3.8
dissojution‘de métallisation
procégé/de-dissolution du métal, habituellement par l'introduction de produits chimiques

3.9

piqire

trou de petites dimensions qui pénetre le matériau de base a partir de la surface d'une
brasure

4 Ensemble des procédés de brasage et sévérités d'essai associées

Les températures de fusion des alliages de brasure sans plomb sélectionnées pour les
processus industriels sont significativement différentes de celles de I'alliage de brasure Sn-Pb.
De plus, les températures de fusion des alliages de brasure sans plomb sont différentes les
unes des autres, mais peuvent étre regroupées.
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Tous les procédés de brasage suivants indiqués dans le Tableau 1 sont donnés comme
directives pour sélectionner la sévérité des essais de mouillage et de résistance a la chaleur
de brasage spécifiée.

Tableau 1 - Ensemble des procédés de brasage et sévérités d'essai types —
Vue d'ensemble

Groupe de températures du 1 2 3 4
procédé @ Basse Moyenne Moyenne-haute Elevée
Groupe d alltlages de brasure Sn-Bi Sn-Pb Sn-Ag-Cu Sn-Cu
ypes
Température Fasion = 235 Ca b0 C 750 "C a 260 "C | 250 "C a Zop °C ©
type du B
progédé g par 170 °C 4210°C | 210°C 4240°C | 235 °C a 250 °C A
I\z?tk]od_e Propriété d’essai Température / Durée
epsai
Bain de Brasabilité (6.5) 175°C/3s 235°C/2s 245 °C / 3rs 250°C/Bs
brasage . N
Résistance a la 260°C/5s 260 °C"A5’s
chaleur de 230°C/10s 260°C/]10s
brasage (7_5) 260°C/10s 260,°C°/ 10 s
Démouillage 260°C/5s
(8.2) - - -
260°C/10s
Résistance de la
métallisation a la - 260°C/30s
dissolution (8.2)
TYYYs b
Brasage par | Brasabilité 170°C/10's 2457C/10's 235°C/10's -
fusion (6.6)
Résistance a la 230°C/30s
chaleur de 0
brasage (7.6) 245°C/30s
- 235°C/20s -
Démouillage 250°C/30s
(8.2)
260°C/30s

b Mdsurée au joint brasé.

a8 Se|reporter aux paragraphes appropriés pour les conditions d'essai détaillées.

¢ Lalplage de 255 °C a 265:2C'peut étre une plage de températures de brasage applicable pour les cartes avec
denande thermique éleveg.

Les indications suivantes doivent étre appliquées dans le Tableau 1.

— Le
im
- L

brasage a la vague s'applique a la fois au brasage tendre a la vague et au brasage par
ersion.

h:mlnérnhlrpc types du Ir\rm"éxdé pour le brasage a la vague sont identiquels aux

températures de la brasure. Les températures types du procédé pour le brasage par
fusion sont les températures de la surface supérieure et des bornes des CMS.

— Les alliages de brasure de base énumérés dans le Tableau 1 présentent du brasage
étain-plomb et des compositions qui sont actuellement préférentielles pour les procédés
de brasage sans plomb. Cependant, il convient de ne pas exclure les autres alliages de
brasure lorsqu’ils s’accordent avec le groupe spécifié.

5 Matériel d'essai

5.1

Bain de brasage

Comme indiqué au 5.2.1 de I'lEC 60068-2-20:2008, la profondeur du bain de brasage ne doit

pas étre inférieure a 40 mm et son volume ne doit pas étre inférieur a 300 ml.
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Dans le cas de composants a capacité thermique élevée, le volume du bain de brasage doit

étre d

onné par la spécification applicable.

Le matériau du bac de bain de brasage doit étre résistant aux alliages de brasure liquides.

5.2

Equipement de refusion

Tant que les conditions d’essai sont satisfaites, tout équipement de refusion peut étre utilisé.
Les deux méthodes suivantes sont préférentielles:

a) co
b) ph

NOTE

nvection de gaz forcée;

ase vapeur.

La convection de gaz forcée est préférentielle, y compris I'assistance infrarouge.

NOTE 2 Dans le cas de la soudure a phase vapeur, un liquide spécifique générant de la vapeur ‘est nég
pour chaque température d'essai.

6 E

6.1

ssai Td,: Brasabilité des bornes

Objet et description générale de I'essai

L'essgi Td; prévoit deux méthodes d'essai différentes pour déterminer la brasabilit

borne

5 2 embout métallisé et des bornes métalliques qui satisfont aux exigences appli

de I'IHC 61191-2 concernant les joints brasés, en utilisafit chacune des méthodes de br
spécifjées dans I'lEC 61760-1.

- MIthode 1: Bain de brasage

- M

thode 2: Brasage par fusion

La mdthode d'essai a utiliser doit étre stipulée dans la spécification applicable.

NOTE
procéd
fondue

La méthode du bain de brasage est-celle qui simule le mieux les procédures de brasage a la vagu
bs de brasage similaires, ou la chaleur est appliquée directement par conduction a partir d'une

NOTE 2 La méthode de brasage pan fusion est celle qui simule le mieux les procédures de brasage par|
telles que la convection de gaz forcée ou la phase vapeur, ou la chaleur est appliquée par convection a

conden|
6.2

La su

sation de vapeur.

Préparation des éprouvettes

face a seUmettre a essai doit étre dans I'"état de livraison" et il est nécessaire

protéder contfe)toute forme de contamination, par exemple, elle ne doit pas étre to
ultérigurement par les doigts.

Les éf

essaire

e des
cables
asage

e et les
brasure

fusion,
gaz ou

de la
Lchée

bilité.

Lorsque la spécification applicable l'exige, les éprouvettes peuvent étre dégraissées par
immersion dans un solvant organique neutre a température ambiante.

6.3

Vieillissement accéléré

Lorsque le vieillissement accéléré est stipulé par la spécification applicable, I'une des
meéthodes décrites au 4.1.4 de I'lEC 60068-2-20:2008 doit étre utilisée.

6.4

Mesurages initiaux

Les éprouvettes doivent faire I'objet d'un examen visuel et, lorsque la spécification applicable
I'exige, d'un contrdle électrique et mécanique.
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6.5 Méthode 1: Bain de brasage
6.5.1 Bain de brasage
Voir 5.1.

6.5.2 Brasure et flux

L'alliage de brasure doit étre sélectionné dans le Tableau 2, sauf indication contraire dans la
spécification applicable.

Tableau 2 — Alliage de brasure et flux pour I'essai Td,

Groupe de températures du procédé Alliage de brasure 2 et flux
1 Sn42Bi58 °
2 Sn60Pb40A ou Sn63Pb37A
3 Sn96,5Ag3Cu,5
4 Sn99,3Cu,7

a8 Désignations des alliages de brasure et tolérance (de~ composition
conformément a I'lEC 61190-1-3:2007 et a I'Amendement 12010, Annexe B.

b Activé avec 0,2 % de chlorure.

Le fluk doit étre composé d'une fraction massique de\25 % de colophane pour une fraction
massigue de 75 % de 2-propanol (isopropanol) ou d'alcool éthylique (comme spécifi§ dans
I’Anngdxe B de I'IEC 60068-2-20:2008). Il convieqt*que l'activité du flux soit de préfgrence
conforme avec le niveau “faible (<0,01)” LO,»>ce qui correspond a une fraction masgsique
d'halogénures <0,01 % (ClI, Br, F) (voir I'lEC:63190-1-1).

Lorsqy’un flux inactif est inapproprié,_la~spécification applicable peut stipuler |'utilisation du
flux dusmentionné avec le complément de chlorure de diéthyle d’ammonium (catggorie
analyfique de réactif), jusqu'a ung fraction massique de 0,2 % ou de 0,5 % de chlorure|(sous
forme|de chlore non combiné surla base de la teneur en colophane), voir le Tableau 2.

6.5.3 Procédure et conditions d'essai
6.5.3.1 Eprouvette

Une éprouvette ne:doit pas étre utilisée pour plus d’un essai.

6.5.3.R Fixation

L’éprquvette doit étre déposée dans une pince en acier inoxydable comme indiqu¢ a la
Figure T, ou [Ta seclion de ceffe pince ne doit pas dépasser la plus pefite secfion de
I'éprouvette, sauf indication contraire dans la spécification applicable. Aucune partie des
machoires de la pince ne doit rentrer en contact avec les zones a examiner. L’éprouvette doit
rester dans la pince lors du fluxage et de I'immersion dans la brasure.

NOTE Une pince dont la capacité thermique de sa partie immergée est nettement supérieure a la capacité
thermique de I'éprouvette peut entrainer une baisse de la température du bain locale a proximité de I'éprouvette et
de ce fait un renforcement de la sévérité effective de cet essai.

6.5.3.3 Fluxage

L'éprouvette doit étre complétement immergée dans le flux et retirée progressivement, sauf
indication contraire dans la spécification applicable. Tout flux en excés doit étre enlevé par du
papier absorbant.
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6.5.3.4 Bain de brasure

La température et la durée spécifiees doivent étre appliqguées immédiatement avant
limmersion de I’éprouvette dans le bain de brasage, sauf indication contraire dans la
spécification applicable.

La couche d’oxyde sur le bain de brasage doit étre 6tée du dessus du liquide immédiatement
avant I'immersion.

La vitesse d'immersion et d’extraction doit étre comprise dans la plage de 20 mm/s a 25 mm/s.

NN

, %

Il Vue de la surface a examiner

IEC

Légende
1 Pinge

2 Eprpuvette
3 Brapure

La méthode d'immersion peut ne pas étre applicable pour les composants a capacité thermique éleyée. La
méthode a appliquer pour ces composants doit étre stipulée dans la spécification applicable.

Figure 1 — Exemples d'attitudes d'immersion

Deux attitudes d’'immersions sont normalisées:

Attitude A: Pour la plupart des éprouvettes, les zones a examiner doivent étre immergées au
moins a 2 mm en dessous de la surface du bain de brasage (mais pas plus
profondément que nécessaire; voir la Figure 1), avec le plan d'appui vertical.

Attitude B: Pour certaines éprouvettes (voir B.3.4), I'éprouvette peut étre mise a flotter dans
la brasure.

L'attitude A doit étre appliquée si la spécification applicable n'indique pas d'attitude a utiliser.
6.5.3.5 Conditions d'essai

La durée et la température d'immersion doivent étre sélectionnées dans le Tableau 3, sauf
indication contraire dans la spécification applicable.
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Tableau 3 — Brasabilité — Conditions et sévérité d'essai, méthode du bain de brasage

Groupe Nom de l'alliage Conditions et sévérité d'essai 2
Sn42Bi58 ,
1 (flux activé, 0,2 % de chlorure) (175 £3)°C (3+£0.5)s
) Sn60Pb40A ou (215£3)°C (3£02)s
Sn63Pb37A (235 + 3) °C (2+0,2)s
3 Sn96,5Ag3Cu,5 (245 + 3) °C (3£0,3)s
4 Sn99,3Cu,7 (250 + 3) °C (3£0,3)s

er une

2  Pour les composants ayant une capacité thermique élevée la spécification applicable peut stipul
ex{ension du temps d'immersion jusqu'a (10 £ 1) s.

6.6 |Méthode 2: Brasage par fusion

6.6.1| Equipement de refusion

Voir 5|2.

6.6.2 Pate a souder

La pafe a souder doit étre telle que spécifiée dans le Tableau.4, sauf indication contrair¢ dans

la spécification applicable.

Tableau 4 — Spécification de la pate a souder

Classement du flux P s Contenu métallique
Nom de Type de quantité ! .
Groupe e a c nominal, fraction massjque
I'alliage IEC ISO de poudre %
1 Sn42Bi58 ROLO 144 3 90
2 Sn60Pb40A ou
SNn63Pb37A ROLO 1.1.1 3 90
3 Sn96,5Ag3Cu,5 ROLO 1.1.1 3 88
4 - - - -

a8 Dgsignations des alliages:de brasure et tolérance de composition conformément a I'lEC 61190-1-3:20(7 et a
I'Amendement 1:2010,(Annexe B.

b Sq reporter & I''EG 61190-1-1 ou & I'!ISO 9454-2 pour des détails.

¢ Sq reporter auTableau 2 de I'lEC 61190-1-2:2014. Il convient d'indiquer toute autre quantité de poudrg dans
la [spécification applicable.

6.6.3 Substrats pour essai

Les substrats pour essai doivent étre composés de piéce en céramique (teneur en alumine
comprise entre 90 % et 98 %) non métallisée et non mouillable (ni piste, ni pastille) ou de
carte de circuits imprimés a feuilles stratifiées en tissu de verre de type E époxyde, comme
défini, par exemple, dans I'lEC 61249-2-22 ou I'|EC 61249-2-35.

Pour I'essai de brasabilité, il convient que le substrat pour essai ne comporte pas de pastilles
de brasage, dans la mesure ou un examen visuel du cbté inférieur de la borne/électrode est

exigé. Voir I'Annexe A.

Les détails dimensionnels et le nombre d’échantillons a soumettre aux essais doivent étre
donnés dans la spécification applicable.
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6.6.4
6.6.4.

Procédure d'essai

1 Eprouvettes

Une éprouvette ne doit pas étre utilisée pour plus d’un essai.

6.6.4.

2 Application de la pate a souder

La pate a souder doit étre appliquée au substrat pour essai soit par écran de sérigraphie ou
par impression au stencil, soit par diffusion ou par transfert de broche.

La zo
étre

diffusion ou par transfert de broche, le volume doit étre réglé de fagon a ce qu’un~volu

brasu

NOTE
6.6.4.

Apres
procé

spécifjcation applicable.

6.6.5

Au mi
le pro

tipulée dans la spécification applicable. Lorsque la pate a souder est appliqué

e équivalent puisse étre obtenu.

L'épaisseur du dépbt de brasure est comprise dans la gamme de 60 um a 250 um.
B Placement des éprouvettes

impression, les bornes de I'éprouvette doivent étre placées~sur la pate a soud
jure de placement (par exemple, la profondeur d'enfoncement) doit étre stipulée d

Profil de température de brasage par fusion pour I'essai Td,

himum, les paramétres suivants, indiqués dans{la Figure 2, doivent étre spécifié
il de température de brasage par fusion.
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QS 7,

g T,-5°C

(0]

'_

T3
c
T
/
a
i4
Tempp
EC
Légende
T, T¢mpérature minimale de préchauffage
T, Température maximale de préchauffage
T,  Température dite "Liquidus”
T, Température de créte
t Durée de préchauffage
ty Dyirée au-dessus de la température dite~'Liquidus”
t3 Dyrée au-dessus de (74 — 5 °C)
ty Temps par rapporta 7,
a Lg gradient de température de'ta pente ascendante ne doit pas dépasser 3 K/s.
Zone de préchauffage.
[ Le gradient de tempgrature de la pente descendante ne doit pas dépasser 6 K/s.
Figure 2.='Profil de température de brasage par fusion pour brasabilité

La teppérature doit étre mesurée a la borne de I'éprouvette, sauf indication contraire dans la
spécifjcation applicable.
6.6.6 Conditions d'essai

Les paramétres pour le profil de température doivent étre sélectionnés dans le Tableau 5,
sauf indication contraire dans la spécification applicable.
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Tableau 5 — Brasabilité — Conditions d'essai — Méthode 2: Brasage par fusion

b
G Alliage de T, T, 4 T, 2 T,*° )
roupe
brasure °c °c s °c s °c s
1 Sn42Bi58 100+ 5 130+ 5 60 a 120 138 40+ 5 170 10
2 Sn63Pb37A
100 150 60 a 120 183 40+ 5 215 10
Sn60Pb40A
3 Sn96,5Ag3Cu,5 150 180 60 a 120 217 40+ 5 235 10
4 Non applicable
a i 1 F mme 1a temn mme
laftempérature maximale pour I'essai de qualification.
b Lg durée au-dessus de (T, — 5 °C) est définie comme la durée minimale pour I'essai de réception)et comme
la|durée maximale pour I'essai de qualification.

7 Epsai Td,: Résistance a la chaleur de brasage

7.1 |Objet et description générale de lI'essai

L'essgi Td, prévoit deux méthodes d'essai différentes pourcévaluer la résistance des ¢MS a
la chaleur de brasage.

— Mg¢thode 1: Bain de brasage (Non applicable auscomposant congu uniquement ppur le
brasage par fusion)

— Methode 2: Brasage par fusion

La mdthode d'essai a utiliser doit étre stipulée.dans la spécification applicable.

NOTE La méthode du bain de brasage est celle’qui simule le mieux les procédures de brasage a la vagle et le
procéd¢ de brasage similaire, ou la chaleur est appliquée directement par conduction a partir d'une brasure|fondue.

NOTE 2 La méthode de brasage par fusien est celle qui simule le mieux les procédures de brasage par|fusion,
telles que la convection de gaz forcée.ou la phase vapeur, ou la chaleur est appliquée par convection a|gaz ou
condenpgation de vapeur.

NOTE La spécification applicable peut stipuler un essai de simulation de brasage par fusion sans applifuer de
pate a gouder (par exemple{ voir I'lEC 60749-20 pour les dispositifs a semiconducteurs).

7.2 |Préparationtdes éprouvettes

La sufface a soumettre a essai doit étre dans "I'état de livraison" et il est nécessaire| de la
protéger conire toute forme de contamination, par exemple, elle ne doit pas étre touchée
ultérigurement par les doigts.

Lorsque la spécification applicable l'exige, les éprouvettes peuvent étre dégraissées par
immersion dans un solvant organique neutre a température ambiante.

7.3 Préconditionnement

Dans le cas de dispositifs hydrosensibles (MSD, Moisture Sensitive Device), un préséchage
peut étre nécessaire.

NOTE 1 Lorsque des dispositifs hydrosensibles (MSD) sont soumis a l'essai, I'absorption d'humidité peut étre
envisagée pour déterminer l'influence de I'humidité absorbée sur la résistance a la chaleur de brasage dans les
conditions les plus défavorables.

NOTE 2 On peut trouver des exemples de procédures d'absorption appropriées dans I'l[EC 60749-20 ou
I'"EC 61740-4.
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Mesurages initiaux

Les éprouvettes doivent faire I'objet d'un examen visuel et, lorsque la spécification applicable
I'exige, d'un contrble électrique et mécanique.

7.5
7.5.1
Voir 5

7.5.2

Pour

condifion qu'il soit complétement liquide a la température exigée.

Le flu
massi
dans

d’ammonium (catégorie analytique de réactif), d'une fraction massique’ de 0,5 % de c

(sous

Les in
partic

7.5.3
7.5.3.

Une é

7.5.3.

L’éprd

Méthode 1: Bain de brasage
Bain de brasage

A

Brasure et flux

'essai de résistance a la chaleur de brasage, n'importe quel alliage peut étre uti

X doit étre composé d'une fraction massique de 25 % de colophaneypour une fi

'Annexe B de I'lEC 60068-2-20:2008, activé par le complément.de)chlorure de di

forme de chlore non combiné sur la base de la teneur en colophane).
formations concernant le type de flux utilisé doivent étre*données dans la spécifi
iliere de produit.
Procédure et conditions d'essai
1 Eprouvettes
prouvette ne doit pas étre utilisée pourplus d’'un essai.

p Fixation

uvette doit étre déposée .dans une pince en acier inoxydable comme indiqug

Figurg

1, ou la section de cette pince ne doit pas dépasser la plus petite secti

ue de 75 % de 2-propanol (isopropanol) ou d'alcool éthylique (éthanol) comme S}écifié
I

isé, a

action

sthyle
orure
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bn de

I'éproIvette, sauf indication(contraire dans la spécification applicable. Aucune partie des

mach
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NOTE
thermiq
de ce f

7.5.3.

ires de la pince ne doit rentrer en contact avec les zones a examiner. L’éprouvet
dans la pince lorssdu*fluxage et de I'immersion dans la brasure.

Une pince dont la“capacité thermique de sa partie immergée est nettement supérieure a la ¢
ue de I'éprouvetie peut entrainer une baisse de la température du bain locale a proximité de I'éprou
hit une réduction de la sévérité effective de cet essai.

B Fluxage

L’éprdg

e doit

apacité
vette et

uvette doit étre complétement immergée dans le flux et retirée progressivement

, sauf

indication contraire dans la spécification applicable. Tout flux en excés doit étre enlevé par du
papier absorbant.

7.5.3.4 Bain de brasure

Si le préchauffage est stipulé par la spécification applicable, la température et la durée
spécifiées doivent étre appliquées immédiatement avant I'immersion de I'éprouvette dans le

bain d

e brasage.

La couche d’oxyde sur le bain de brasage doit étre 6tée du dessus du liquide immédiatement

avant

'immersion.

La vitesse d'immersion et d’extraction doit étre comprise dans la plage de 20 mm/s a 25 mm/s.
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7.5.3.
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Tableau 6 — Résistance a la chaleur de brasage —
Conditions et sévérité d'essai, méthode du bain de brasage

Groupe Composition d'alliage 2 Conditions et sévérité d'essai

1 Sn42Bi58 (230 + 3) °C (10+1)s
Sn60Pb40A ou (6+1)s

2 (260 + 5) °C
Sn63Pb37A (10+1)s
(5+1)s

3 Sn96,5Ag3Cu,5 (260 + 5) °C P
(10+1)s
4 SM99;3Ct T {260—+52c> o=

a8 Le$ compositions d'alliages données ici sont fournies a titre d'information uniquement et ne spécifient"ducune
prgscription pour des alliages spécifiques a utiliser dans cet essai, voir 7.5.2.

b Ceftaines méthodes de brasage peuvent nécessiter la plus grande sévérité de (270 @ 3)°C pendant
(5 ¢ 0,5) s ou la condition plus sévere de (10 + 1) s. Il convient que ces conditions soient)indiquées|par la
spécification particuliere ou fassent I'objet d'un accord entre les partenaires commerciatx.

7.6 |Méthode 2: Brasage par fusion
7.6.1 | Equipement de refusion

Voir 5] 2.

7.6.2 Pate a souder

Elle nlest normalement pas exigée pour l'essai de résistance a la chaleur de brasage.

7.6.3 Substrats pour essai

Le cas échéant, les substrats pour essai doivent étre composés de piéce en céramique
(tenedr en alumine comprise entre 90Y% et 98 %) non métallisée et non mouillable (ni pigte, ni
pastille) ou de carte de circuits<imprimés a feuilles stratifiées en tissu de verre de type E
époxyde, comme défini, par exemple, dans I'lEC 61249-2-22 ou I'l[EC 61249-2-35.

Pour l'essai de résistancé.a‘la chaleur de brasage, il convient que le substrat pour espai ne
comp:fnrte pas de pastilles de brasage, dans la mesure ou un examen visuel du c6té inférieur
du composant est exige: Voir I'Annexe A.

Les dgtails dimiensionnels et le nombre d’échantillons a soumettre aux essais doivent étre
donnds dans\la-spécification applicable.

Cet epsaisne couvre pas les contraintes supplémentaires exercées sur I'éprouvette plar les
cartesde circuits Tmprimes. ta fixatiom sur fes substrats pour essai_ avant essai dolt étre
décrite par la spécification applicable.

7.6.4 Procédure et conditions d'essai
7.6.4.1 Eprouvettes

Une éprouvette ne doit pas étre utilisée pour plus d’'un essai. L'éprouvette peut étre soumise
a essai avec ou sans pate a souder, comme l'exige la spécification applicable.

7.6.4.2 Application de la pate a souder

Le cas échéant, la pate a souder doit étre appliquée au substrat pour essai soit par écran de
sérigraphie ou par impression au stencil, soit par diffusion ou par transfert de broche, comme
stipulé dans la spécification applicable. Dans ce cas, la zone (taille) a imprimer, et I'épaisseur
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de pate a souder a déposer, doivent étre stipulées dans la spécification applicable. Lorsque la
pate a souder est appliquée par diffusion ou par transfert de broche, le volume doit étre réglé
de fagcon a ce qu’un volume de brasure équivalent puisse étre obtenu.

7.6.4.3 Placement des éprouvettes

Le cas échéant, aprés impression, les bornes de I'éprouvette doivent étre placées sur la pate
a souder ou le substrat. La procédure de placement (par exemple, la profondeur
d'enfoncement) doit étre stipulée dans la spécification applicable.

7.6.4.4 Profil de température de brasage par fusion

Au mihimum, les parametres suivants, indiqués dans la Figure 4, doivent étre spécifiés pour
le profil de température de brasage par fusion.
[0]
E i
S < >
2 I
5 T,-5°C
'_
s
[ / [
b
T1 tr
a
I4
Tempg
IEC
Légende
T, Température.minimale de préchauffage
T, Te¢mpérature-maximale de préchauffage
T, Te¢mpeérature dite "Liquidus”
T, Tg¢mpérature de créte

Durée de préchauffage

ty Durée au-dessus de la température dite "Liquidus”

3 Durée au-dessus de (7, -5 °C)

Temps par rapport a 7,

a Le gradient de température de la pente ascendante ne doit pas dépasser 3 K/s.
Zone de préchauffage

c Le gradient de température de la pente descendante ne doit pas dépasser 6 K/s.

Figure 4 — Profil de température de brasage par fusion
pour la résistance a la chaleur de brasage
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mpérature doit étre mesurée a la surface supérieure du corps de I'éprouvette
(température de créte de corps de boitier), sauf indication contraire dans la spécification
applicable.

Le profil de température de brasage par fusion pour l'essai de résistance a la chaleur de
brasage doit étre comme spécifié dans le Tableau 7, sauf indication contraire dans la
spécification applicable.

NOTE Un four a convection de gaz forcée est recommandé pour assurer la reproductibilité du profil de
température de brasage par fusion.

Le nombre minimal de cycles d'essai doit étre un et le nombre maximal de cycles d'essai doit
étre tlrois, et ces nombres doivent étre indiqués dans la spécification applicable| sauf
indication contraire dans cette méme spécification. La période de reprise entre deux fycles
succepsifs doit étre équivalente au temps que met la température de I'éprouvette\pour ghuter
en degsous de 50 °C.
Tableau 7 — Résistance a la chaleur de brasage —
Conditions et sévérité d'essai, méthode de brasage parfusion
f b,
Nom de T T, 4 T, 1,° T,° 138 Iy
Groupe s
I'alliage °c °c s °c s °c s s
1 Sn42Bi58 138
10 +1
Sn63Pb37A 215 20 +1 360
2 100 150 183
Sn60Pb40A 235 30+ 1 max
40 +1
30a60°¢ 220 a 235° 20 a 40°
60 a 120
60 a 150 5 max®
230 a 260°
10 max® 480
3 Sn96,5Ag3Cu,5 | 150 200 217
245 max
20 + 1
250
30 + 19
260
a8 Lalcombinaison de la température et du temps est déterminée par la masse thermique du composant gt doit
étle indiquée par Ja\_spécification applicable. Pour plus d'informations concernant la méthode de
détermination des conditions d'essai applicables, voir I'lEC TR 60068-3-12.
Lal température~de*créte (7,) mesurée a la surface supérieure du corps de I'éprouvette est définie gomme
maximale pour{’essai de réception et comme minimale pour I'essai de qualification.
b Laltoléranse.pour la durée au-dessus de (T, — 5 °C) est deéfinie comme maximale pour I'essai de récepfion et
comme(minimale pour I'essai de qualification.
¢ Lels composants ayant une masse thermique élevée peuvent exiger cette sévérité; des détails doivent étre

cir

9 Le

fournis par la specification applicable.

Un temps ¢; plus contraignant de (40 = 1) est également utilisé pour certaines applications avec carte de

cuits imprimés a haute densité sous boitier / masse thermique élevée.

¢ Applicable pour une sensibilité thermique élevée.

Selon la masse thermique des composants, le temps ¢, peut étre prolongé.

temps ¢, dépend de la masse thermique des composants.
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8 Essai Td;: Démouillage et résistance de la métallisation a la dissolution

8.1

Objet et description générale de I'essai

L'essai Td; prévoit une méthode d'essai qui permet d'évaluer la perte de capacité de
mouillage d'une surface d'extrémité pendant le brasage (démouillage), ou la perte de partie
soudable d'une surface d'extrémité par dissolution de la métallisation.

— Méthode 1: Bain de brasage

— Méthode 2: Brasage par fusion

La m Atbhaoda d'lacoal A tiliconr Aot Aten otinilAn Aone 1o o Anificnatinn analiash]a
Qoo C— G CoSaraootmoCT U Cor T ot ot CaTTo o SpP e o Mmoo appPicaioTes

NOTE
8.2

La su

protéger contre toute forme de contamination, par exemple, elle ne (doit pas étre to
ultérigurement par les doigts, ou étre contaminée de quelque maniere.gue ce soit.

Lorsq

immeilsion dans un solvant organique neutre a température ambiante.

Dans

8.3

Les é

8.4
8.4.1
Voir 5

8.4.2

Voir 7

8.4.3

La du
indica

La méthode d'essai de brasage par fusion permet de déterminer le démouillage.
Préparation des éprouvettes

[face a soumettre a essai doit étre dans "lI'état de livraison" et il .est“hécessaire

le la spécification applicable I'exige, les éprouvettes ,peuvent étre dégraissée

e cas d'un CMS, il peut étre nécessaire d'envisagef.un préséchage.

Mesurages initiaux

Méthode 1: Bain de brasage

Bain de brasage

Brasure et flux

5.2.

Procédure et conditions d'essai

de la
uchée

s par

brouvettes doivent faire I'objet d'un examen visuel et, lorsque la spécification applicable
I'exigg, d'un contrdle électrique et mécanique:

, sauf

[ée et' la température d'immersion doivent étre sélectionnées dans le Tableau §
ion’contraire dans la spécification applicable.

Si un temps d'immersion total de 10 s est exigé dans la mesure ou le démouillage peut se
produire progressivement, cette immersion doit étre répartie en deux périodes de 5 s chacune
afin que tout démouillage rapide ne soit pas masqué par tout remouillage ultérieur.

Des lignes directrices sur le choix des niveaux de séveérité, incluant ceux des classes les plus

basse

s de la dissolution de la métallisation, sont indiquées a I'Article B.3.

La vitesse de démouillage et de dissolution de la métallisation dépend de la température, du
temps et de la combinaison du matériau de surface d'extrémité et de l'alliage de brasure.
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Tableau 8 — Démouillage et résistance de la métallisation a la dissolution —
Conditions et sévérité d'essai, méthode du bain de brasage

Sévérité
Propriété soumise a essai (260 + 5) °C
(5+£0,5)s (10£1)s (30+£1)s
Démouillage X X
Résistance de la métallisation a la dissolution X

“ X” signifie ‘applicable’.

8.5
8.5.1
Voir 5

8.5.2

Une é
aux é

Méthode 2: Brasage par fusion

Equipement de refusion

Eprouvettes

prouvette ne doit pas étre utilisée pour plus d'un essai/L'essai s'applique uniqu

prouvettes avec fonte du fini de broche au cours du procedé de brasage par fusion.

n'est pas le cas pour, par exemple, les finis de broches NiPdAu.

8.5.3
Elle n

8.5.4
Le flu

applic
essai.

8.5.5

Pate a souder

est pas exigée pour cet essai.

Flux

X doit étre utilisé tel que décrit dans le Tableau 4, ou tel qu'exigé dans la spécifi
able. 1l doit étre appliqué a l'aide d'une brosse sur la borne du composant sou

Profil de refusion

Le prTfiI de refusion telque décrit dans la Figure 4 et le Tableau 7 doit étre appliqué

indica
8.5.6
Les é

(par
deuts

ion contraire dans’la spécification applicable.

Placement des éprouvettes

brouvettes a soumettre a I'essai doivent étre fixées sur un substrat approprié de

ement
Ceci

cation
mis a

, sauf

sorte

exemple, au moyen d'un ruban adhésif double facehttp://www.dict.cc/eng

jlisch-

h/tape html a temperature eIevee) qu eIIes ne se deplacent pas au cours de Ies

brasag

ai de

les bornes d0|vent pointer vers le haut, tel qu |nd|que ala F|gure 5, parallelement au porte-
éprouvettes.


http://www.dict.cc/englisch-deutsch/double.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/adhesive.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/adhesive.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/tape.html
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Légengd
1 Bor
2 Cor
3 Ruj
4 Sub

8.5.7

Le prd
le por

8.5.8
Le dé

IEC
e
he
hposant (inversé)
an adhésif double face a température élevée

strat

Figure 5 — Exemple de placement d'une éprouvette sur un(substrat pour essa

Application du profil de refusion

fil de refusion sélectionné doit étre appliqué une seute fois sur I'éprouvette plac
e-éprouvettes, afin de faire fondre le fini de la b@rne.

Evaluation

mouillage ne doit pas dépasser les critéres décrits a I'Article A.4.

9 Mesurages finaux

9.1
Pends

Retrait du flux

nt la période des 60 min de I'essai et aprés que I'éprouvette s'est refroidie jusd

tempdrature ambiante, les\résidus de flux doivent étre enlevés avec un solvant adapté.

refroig
la pro

9.2
Elles

issement, I’éprouvette doit étre retirée du substrat pour examen. Les détails conc
cédure de retrait doivent étre fournis dans la spécification applicable.

Conditions-de reprise

Hoivent.étre stipulées dans la spécification applicable.

Ee Sur

u'a la
Apres
prnant

9.3
9.3.1

Evatuati
|9 A2 1|

Mouillage

9.3.1.1 Généralités

Le mouillage doit étre évalué visuellement sous une lumiére appropriée avec un microscope
binoculaire de grossissement compris entre 10x et 25x, en utilisant les photographies des
bornes du composant données a I'Article A.1 comme aide lors de I’évaluation. Les zones a

exami

ner doivent étre indiquées dans la spécification applicable.

9.3.1.2 Bornes a embout métallisé (configuration circulaire ou rectangulaire)

La surface immergée ou émergente doit étre recouverte d’'un revétement de soudure ne
comportant qu’'une quantité minime d’imperfections disséminées, telles que des piqlres ou
des zones démouillées ou non mouillées. Ces imperfections ne doivent pas étre concentrées
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sur une méme zone. De plus, pour les alliages de brasure contenant du plomb, le revétement
de soudure doit étre lisse et lumineux.

9.3.1.3 Bornes métalliques inférieures a 6 mm (dimension «d» de la Figure 6)

Les critéres suivants s’appliquent lorsque I'éprouvette est soumise a I'essai dans les

condit

ions "d'état de livraison" ou apreés vieillissement accéléré.

a) Zones qui forment le joint (zone "a" de la Figure 6).

1) le dessous du pied de la borne (zone "d" de la Figure 6) et le c6té convexe de la

courbure la plus basse;

2)
La
étn
d’i
m(
les
lun

b) Cd

c) A
m

les faces du c6té du pied.
meilleure qualité est exigée dans ces zones. La surface immergée ou émergen

mperfections disséminées, telles que des piqlres, des zones démouillées o
uillées. Ces imperfections ne doivent pas étre concentrées sur une-méme zone
alliages de brasure contenant du plomb, le revétement de soudure“doit étre li
nineux.

té supérieur de la borne (zone "b" de la Figure 6):

rés l'essai d'immersion, la surface immergée doit présenter une trace visib
uillage, comme l'indique la présence d'une brasure fraiche. Un revétement hom

n’'gst pas nécessaire ici.

d) Bag
la
n'g

rds coupés non recouverts a I'extrémité de la borne et la borne au-dessus la co
plus basse (zone "c" de la Figure 6). Aucun critére’de qualité du revétement de sg
st donné pour ces zones (“b”, “c” et “d”).

IEC

e doit

e recouverte d'un revétement de soudure ne comportant qu’'une quantité npinime

I non
Pour
kse et

le de
bgéne

irbure
udure

Figure 6 — Identification des zones sur les bornes métalliques

9.3.14 Autres bornes métalliques

Les zones a examiner et les critéres d'évaluation doivent étre stipulés dans la spécification

applic

9.3.2

able.

Démouillage

Le cas échéant, les critéres pour le mouillage décrits en 9.3.1 doivent s'appliquer également.

Le démouillage doit étre évalué visuellement sous une

microscope binoculaire de grossissement compris entre 10x et 100x.

lumiére appropriée avec un
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